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(57)【要約】
【課題】高温に曝された場合であっても撮像素子と基板
とを電気的に安定して接続することができる内視鏡装置
を提供すること。
【解決手段】光を受光して電気信号に変換する撮像素子
を有するイメージセンサ部と、記イメージセンサ部と電
気的に接続する基板と、イメージセンサ部と基板との間
に介在し、イメージセンサ部と基板とを電気的に接続す
る中間ユニットと、を備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を受光して電気信号に変換する撮像素子を有するイメージセンサ部と、
　前記イメージセンサ部と電気的に接続する基板と、
　前記イメージセンサ部と前記基板との間に介在し、前記イメージセンサ部と前記基板と
を電気的に接続する中間ユニットと、
　を備えたことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記中間ユニットは、
　前記イメージセンサ部の熱膨張率と同じ熱膨張率を有する、又は、前記イメージセンサ
部及び前記基板のうち前記イメージセンサ部の熱膨張率と近い熱膨張率を有する材料を用
いて形成された中間部材
　を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記中間ユニットは、
　前記中間部材と前記基板とを電気的に接続するはんだボールと、
　前記中間部材と前記基板との間に設けられており、前記中間部材と前記基板とを固定す
るアンダーフィル材と、
　をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記イメージセンサ部と前記中間部材とを電気的に接続するはんだボール
　をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記中間ユニットは、
　前記イメージセンサ部と前記基板との間に設けられており、導電性を有する弾性変形可
能な弾性部材
　を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記中間ユニットは、
　前記イメージセンサ部の熱膨張率と同じ熱膨張率を有する、又は、前記イメージセンサ
部及び前記基板のうち前記イメージセンサ部の熱膨張率と近い熱膨張率を有する材料を用
いて形成された中間部材と、
　前記中間部材と前記基板との間に設けられており、前記中間部材及び前記基板の一方に
対して他方を進退自在に接続する導電性の弾性部材と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野において、撮像素子を用いて人等の観察対象物の内部（生体内）を撮像
し、当該生体内を観察する内視鏡装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。特許
文献１に記載の内視鏡装置は、生体内に挿入される挿入部にて集光された被写体像を撮像
する撮像素子と、撮像素子を駆動するための駆動用回路基板とを備えている。この内視鏡
装置では、スペーサーによって撮像素子と駆動用回路基板との相対位置が固定されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１１－０００３４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１が開示する内視鏡装置は、オートクレーブなどの減菌処理によっ
て高温（例えば１２０℃）に曝される場合がある。この場合、内視鏡装置に設けられる撮
像素子や、駆動用回路基板、スペーサーも高温に曝されるため、各々が熱膨張する。しか
しながら、特許文献１では、この熱膨張については考慮されておらず、各々の熱膨張率の
差によってスペーサーとの接合界面にそれぞれ応力が加わることによって、撮像素子と駆
動用回路基板との間に電気的な接続不良が生じてしまうおそれがあった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、高温に曝された場合であっても撮像素
子と基板とを電気的に安定して接続することができる内視鏡装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる内視鏡装置は、光を受
光して電気信号に変換する撮像素子を有するイメージセンサ部と、前記イメージセンサ部
と電気的に接続する基板と、前記イメージセンサ部と前記基板との間に介在し、前記イメ
ージセンサ部と前記基板とを電気的に接続する中間ユニットと、を備えたことを特徴とす
る。
【０００７】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記中間ユニットは、前記イ
メージセンサ部の熱膨張率と同じ熱膨張率を有する、又は、前記イメージセンサ部及び前
記基板のうち前記イメージセンサ部の熱膨張率と近い熱膨張率を有する材料を用いて形成
された中間部材を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記中間ユニットは、前記中
間部材と前記基板とを電気的に接続するはんだボールと、前記中間部材と前記基板との間
に設けられており、前記中間部材と前記基板とを固定するアンダーフィル材と、をさらに
有することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記イメージセンサ部と前記
中間部材とを電気的に接続するはんだボールをさらに備えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記中間ユニットは、前記イ
メージセンサ部と前記基板との間に設けられており、導電性を有する弾性変形可能な弾性
部材を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる内視鏡装置は、上記発明において、前記中間ユニットは、前記イ
メージセンサ部の熱膨張率と同じ熱膨張率を有する、又は、前記イメージセンサ部及び前
記基板のうち前記イメージセンサ部の熱膨張率と近い熱膨張率を有する材料を用いて形成
された中間部材と、前記中間部材と前記基板との間に設けられており、前記中間部材及び
前記基板の一方に対して他方を進退自在に接続する導電性の弾性部材と、を有することを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、高温に曝された場合であっても撮像素子と基板とを電気的に安定して
接続することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる内視鏡装置の概略構成を示す図である。
【図２】図２は、図１に示したカメラヘッド及び制御装置の構成を示すブロック図である
。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１にかかる撮像部の要部の構成を説明する模式図で
ある。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１の変形例１にかかる撮像部の要部の構成を説明す
る模式図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１の変形例２にかかる撮像部の要部の構成を説明す
る模式図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１の変形例３にかかる撮像部の要部の構成を説明す
る模式図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２にかかる内視鏡装置の概略構成を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態３にかかる内視鏡装置の概略構成を示す図である。
【図９】図９は、プラグ及びレセプタクルを当該プラグの基端側（カメラヘッド側）から
見た分解斜視図である。
【図１０】図１０は、プラグ及びレセプタクルが接続する方向の中心軸を通る平面で切断
した断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態３にかかる内視鏡装置の要部の構成を示す図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態３にかかる内視鏡装置の要部の構成を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）を説明する。実施
の形態では、本発明にかかる医療用撮像装置を含む医療用画像取得システムの一例として
、患者等の被検体内の画像を撮像して表示する医療用の内視鏡装置について説明する。ま
た、この実施の形態により、この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載に
おいて、同一部分には同一の符号を付して説明する。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる内視鏡装置１の概略構成を示す図である。内視
鏡装置１は、医療分野において用いられ、人等の観察対象物の内部（生体内）の被写体を
観察する装置である。この内視鏡装置１は、図１に示すように、内視鏡２と、撮像装置３
と、表示装置４と、制御装置５と、光源装置６とを備えている。
【００１６】
　光源装置６は、ライトガイド７の一端が内視鏡２に接続され、当該ライトガイド７の一
端に生体内を照明するための白色の照明光を供給する。ライトガイド７は、一端が光源装
置６に着脱自在に接続されるとともに、他端が内視鏡２に着脱自在に接続される。そして
、ライトガイド７は、光源装置６から供給された光を一端から他端に伝達し、内視鏡２に
供給する。
【００１７】
　撮像装置３は、内視鏡２からの被写体像を撮像して当該撮像結果を出力する。この撮像
装置３は、図１に示すように、信号伝送部である伝送ケーブル８と、カメラヘッド９とを
備える。本実施の形態１では、伝送ケーブル８とカメラヘッド９とにより医療用撮像装置
が構成される。
【００１８】
　内視鏡２は、硬質で細長形状を有し、生体内に挿入される。この内視鏡２の内部には、
１または複数のレンズを用いて構成され、被写体像を集光する光学系が設けられている。
内視鏡２は、ライトガイド７を介して供給された光を先端から出射し、生体内に照射する
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。そして、生体内に照射された光（被写体像）は、内視鏡２内の光学系（レンズユニット
９１）により集光される。
【００１９】
　カメラヘッド９は、内視鏡２の基端に着脱自在に接続される。そして、カメラヘッド９
は、制御装置５による制御の下、内視鏡２にて集光された被写体像を撮像し、当該撮像に
よる撮像信号を出力する。なお、カメラヘッド９の詳細な構成については、後述する。
【００２０】
　伝送ケーブル８は、一端がコネクタを介して制御装置５に着脱自在に接続されるととも
に、他端がコネクタを介してカメラヘッド９に着脱自在に接続される。具体的に、伝送ケ
ーブル８は、最外層である外被の内側に複数の電気配線（図示略）が配設されたケーブル
である。当該複数の電気配線は、カメラヘッド９から出力される撮像信号、制御装置５か
ら出力される制御信号、同期信号、クロック、及び電力をカメラヘッド９にそれぞれ伝送
するための電気配線である。
【００２１】
　表示装置４は、制御装置５による制御のもと、制御装置５により生成された画像を表示
する。表示装置４は、観察時の没入感を得やすくするために、表示部が５５インチ以上を
有するものが好ましいが、これに限らない。
【００２２】
　制御装置５は、カメラヘッド９から伝送ケーブル８を経由して入力された撮像信号を処
理し、表示装置４へ画像信号を出力するとともに、カメラヘッド９及び表示装置４の動作
を統括的に制御する。なお、制御装置５の詳細な構成については、後述する。
【００２３】
　次に、撮像装置３及び制御装置５の構成について説明する。図２は、撮像装置３及び制
御装置５の構成を示すブロック図である。なお、図２では、カメラヘッド９及び伝送ケー
ブル８同士を着脱可能とするコネクタの図示を省略している。
【００２４】
　以下、制御装置５の構成、及びカメラヘッド９の構成の順に説明する。なお、以下では
、制御装置５の構成として、本発明の要部を主に説明する。制御装置５は、図２に示すよ
うに、信号処理部５１と、画像生成部５２と、通信モジュール５３と、入力部５４と、制
御部５５と、メモリ５６とを備える。なお、制御装置５には、制御装置５及びカメラヘッ
ド９を駆動するための電源電圧を生成し、制御装置５の各部にそれぞれ供給するとともに
、伝送ケーブル８を介してカメラヘッド９に供給する電源部（図示略）などが設けられて
いてもよい。
【００２５】
　信号処理部５１は、カメラヘッド９が出力した撮像信号に対してノイズ除去や、必要に
応じてＡ／Ｄ変換等の信号処理を行うことによって、デジタル化された撮像信号（パルス
信号）を画像生成部５２に出力する。
【００２６】
　また、信号処理部５１は、撮像装置３及び制御装置５の同期信号、及びクロックを生成
する。撮像装置３への同期信号（例えば、カメラヘッド９の撮像タイミングを指示する同
期信号等）やクロック（例えばシリアル通信用のクロック）は、図示しないラインで撮像
装置３に送られ、この同期信号やクロックを基に、撮像装置３は駆動する。
【００２７】
　画像生成部５２は、信号処理部５１から入力される撮像信号をもとに、表示装置４が表
示する表示用の画像信号を生成する。画像生成部５２は、撮像信号に対して、所定の信号
処理を実行して被写体画像を含む表示用の画像信号を生成する。ここで、画像処理として
は、補間処理や、色補正処理、色強調処理、及び輪郭強調処理等の各種画像処理が挙げら
れる。画像生成部５２は、生成した画像信号を表示装置４に出力する。
【００２８】
　通信モジュール５３は、制御部５５から送信された後述する制御信号を含む制御装置５
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からの信号を撮像装置３に出力する。また、撮像装置３からの信号を制御装置５に出力す
る。つまり通信モジュール５３は、撮像装置３へ出力する制御装置５の各部からの信号を
、例えばパラレルシリアル変換等によりまとめ出力し、また撮像装置３から入力される信
号を、例えばシリアルパラレル変換等により振り分け制御装置５の各部に出力する、中継
デバイスである。
【００２９】
　入力部５４は、キーボード、マウス、タッチパネル等のユーザインタフェースを用いて
実現され、各種情報の入力を受け付ける。
【００３０】
　制御部５５は、制御装置５及びカメラヘッド９を含む各構成部の駆動制御、及び各構成
部に対する情報の入出力制御などを行う。制御部５５は、メモリ５６に記録されている通
信情報データ（例えば、通信用フォーマット情報など）を参照して制御信号を生成し、該
生成した制御信号を、通信モジュール５３を介して撮像装置３へ送信する。また、制御部
５５は、伝送ケーブル８を介して、カメラヘッド９に対して制御信号を出力する。
【００３１】
　メモリ５６は、フラッシュメモリやＤＲＡＭ（Dynamic　Random　Access　Memory）等
の半導体メモリを用いて実現され、通信情報データ（例えば、通信用フォーマット情報な
ど）が記録されている。なお、メモリ５６は、制御部５５が実行する各種プログラム等が
記録されていてもよい。
【００３２】
　なお、信号処理部５１が、入力されたフレームの撮像信号を基に、各フレームの所定の
ＡＦ用評価値を出力するＡＦ処理部、及び、ＡＦ処理部からの各フレームのＡＦ用評価値
から、最も合焦位置として適したフレームまたはフォーカスレンズ位置等を選択するよう
なＡＦ演算処理を行うＡＦ演算部を有していてもよい。
【００３３】
　なお、上述した信号処理部５１、画像生成部５２、通信モジュール５３及び制御部５５
は、プログラムが記録された内部メモリ（図示略）を有するＣＰＵ（Central　Processin
g　Unit）等の汎用プロセッサやＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circui
t）等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて実現される。ま
た、プログラマブル集積回路の一種であるＦＰＧＡ(Field　Programmable　Gate　Array
：図示略)を用いて構成するようにしてもよい。なおＦＰＧＡにより構成される場合は、
コンフィグレーションデータを記憶するメモリを設け、メモリから読み出したコンフィグ
レーションデータにより、プログラマブル集積回路であるＦＰＧＡをコンフィグレーショ
ンしてもよい。
【００３４】
　次に、カメラヘッド９の構成として、本発明の要部を主に説明する。カメラヘッド９は
、図２に示すように、レンズユニット９１と、撮像部９２と、駆動部９３と、通信モジュ
ール９４と、カメラヘッド制御部９５とを備える。
【００３５】
　レンズユニット９１は、１または複数のレンズを用いて構成され、内視鏡２にて集光さ
れた被写体像を、撮像部９２を構成する撮像素子の撮像面に結像する。当該１または複数
のレンズは、光軸に沿って移動可能に構成されている。そして、レンズユニット９１には
、当該１または複数のレンズを移動させて、画角を変化させる光学ズーム機構（図示略）
や焦点を変化させるフォーカス機構が設けられている。なお、レンズユニット９１は、光
学ズーム機構及びフォーカス機構のほか、絞り機構や、光軸上に挿脱自在な光学フィルタ
（例えば赤外光をカットするフィルタ）が設けられていてもよい。
【００３６】
　撮像部９２は、カメラヘッド制御部９５による制御の下、被写体を撮像する。この撮像
部９２は、レンズユニット９１が結像した被写体像を受光して電気信号に変換するＣＣＤ
(Charge　Coupled　Device)またはＣＭＯＳ(Complementary　Metal　Oxide　Semiconduct
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or)等からなる撮像素子を含んで構成されている。ＣＣＤの場合は、例えば、当該撮像素
子からの電気信号（アナログ信号）に対して信号処理（Ａ／Ｄ変換等）を行って撮像信号
を出力する信号処理部（図示略）がセンサチップなどに実装される。ＣＭＯＳの場合は、
例えば、光から電気信号に変換された電気信号（アナログ）に対して信号処理（Ａ／Ｄ変
換等）を行って撮像信号を出力する信号処理部が撮像素子に含まれる。
【００３７】
　図３は、撮像部９２の要部の構成を説明する模式図である。撮像部９２は、図３に示す
ように、撮像素子１０１と、保持ユニット１０２と、中間ユニット１０３と、ＬＧＡ（Le
ad　Grid　Array）部１０４と、基板１１０とを有する。撮像部９２は、保持ユニット１
０２にレンズアダプタ１２０が設けられており、レンズアダプタ１２０によってレンズユ
ニット９１に取り付けられる。撮像部９２では、レンズユニット９１に外部からの観察光
が、レンズユニット９１を介して撮像素子１０１に入射する。本実施の形態１では、基板
１１０は例えば、常温下における実装面に沿った方向の熱膨張係数が１２ｐｐｍ／℃以上
４０ｐｐｍ／℃以下の有機材料を用いて形成されているものとする。本実施の形態１では
、撮像素子１０１及び保持ユニット１０２により、イメージセンサ部１００を構成してい
る。
【００３８】
　撮像素子１０１は、上述したＣＣＤやＣＭＯＳを用いて実現される。撮像素子１０１は
、レンズユニット９１からの光を受光する複数の画素が、二次元的に正方配列（マトリッ
クス状に配列）されている。そして、撮像素子１０１は、それぞれの画素が受光した光に
対して光電変換を行うことにより電気信号（画像信号等とも呼ばれる）を生成する。
【００３９】
　撮像素子１０１は基板１１０に電気的に接続されており、基板１１０との信号の送受信
を行う回路部を内蔵している。
【００４０】
　保持ユニット１０２は、撮像素子１０１を内部に保持する筺体をなす。保持ユニット１
０２は、保持部１０２ａと、環状部１０２ｂと、蓋部１０２ｃとを有する。
【００４１】
　保持部１０２ａは、片側有底筒状をなし、底部において撮像素子１０１を保持している
。保持部１０２ａは、熱膨張係数が基板１１０の熱膨張係数より小さく、例えば常温下に
おける実装面に沿った方向の熱膨張係数が４ｐｐｍ／℃以上１１ｐｐｍ／℃以下の熱膨張
係数を有するセラミックを用いて形成される。
【００４２】
　環状部１０２ｂは、保持部１０２ａの開口端から延びる環状をなす。環状部１０２ｂは
、例えば、プラスチックなどの樹脂を用いて形成される。
【００４３】
　蓋部１０２ｃは、板状をなしており、環状部１０２ｂの保持部１０２ａ側と反対側の端
部に設けられる。蓋部１０２ｃによって、保持部１０２ａと環状部１０２ｂとが形成する
有底筒状の開口が封鎖される。蓋部１０２ｃは、光透過性を有する材料、例えば、ガラス
を用いて形成される。
【００４４】
　なお、本実施の形態１では、イメージセンサ部１００を撮像素子１０１と保持ユニット
１０２とにより構成しているが、これに限らず、イメージセンサ部１００は例えば撮像素
子１０１のみで構成されてもよい。
【００４５】
　中間ユニット１０３は、イメージセンサ部１００と基板１１０との間に設けられている
。中間ユニット１０３は、中間部材１０３ａと、はんだボール１０３ｂと、アンダーフィ
ル材１０３ｃとを有する。
【００４６】
　中間部材１０３ａは、内部に電気配線が設けられ、撮像素子１０１と基板１１０とを電
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気的に接続可能である。中間部材１０３ａは、例えば、セラミックやシリコンやガラスや
ガラス繊維入りエポキシ樹脂等を基材とする回路基板であるが、これに限定されない。中
間部材１０３ａの熱膨張係数は、イメージセンサ部１００の熱膨張率と同じか、又は、イ
メージセンサ部１００及び基板１１０のうちイメージセンサ部１００と近い熱膨張率を有
する材料を用いて形成される。具体的には、中間部材１０３ａは、保持部１０２ａの熱膨
張係数の９５％以上であり、かつ保持部１０２ａの熱膨張係数と基板１１０の熱膨張係数
との中間値以下となる値の熱膨張係数を有する材料を用いて形成される。
【００４７】
　はんだボール１０３ｂは、中間部材１０３ａと基板１１０との間に設けられ、基板１１
０からの信号を中間部材１０３ａに伝送したり、中間部材１０３ａからの信号を基板１１
０に伝送したりする。
【００４８】
　アンダーフィル材１０３ｃは、はんだボール１０３ｂを囲い中間部材１０３ａと基板１
１０との間に充填されており、はんだボール１０３ｂを被覆するように隙間なく充填され
ていることが好ましいが、この限りではない。アンダーフィル材１０３ｃは、中間部材１
０３ａ及び基板１１０よりも弾性率の小さい材料である。アンダーフィル材１０３ｃは、
ガラス転位温度が１２０℃以上の材料が好ましいがこれに限らない。アンダーフィル材１
０３ｃの熱膨張係数は、例えば硬化後の常温下における熱膨張係数が３０ｐｐｍ／℃以上
５０ｐｐｍ／℃以下の熱膨張係数を有する材料を用いて形成される。アンダーフィル材１
０３ｃは、中間部材１０３ａと基板１１０とを固定するとともに、はんだボール１０３ｂ
を囲うことで、はんだボール１０３ｂの腐食を抑制している。なお、アンダーフィル材１
０３ｃは、中間部材１０３ａの熱膨張係数と基板１１０の熱膨張係数との間の値の熱膨張
係数を有する材料を用いて形成されてもよい。
【００４９】
　ＬＧＡ（Land　Grid　Array）部１０４は、イメージセンサ部１００と中間ユニット１
０３とを電気的に接続する複数の平板状の電極パッドを用いて実現される。
【００５０】
　駆動部９３は、カメラヘッド制御部９５による制御の下、光学ズーム機構やフォーカス
機構を動作させ、レンズユニット９１の画角や焦点位置を変化させるドライバを有する。
【００５１】
　通信モジュール９４は、制御装置５から送信された信号をカメラヘッド制御部９５等の
カメラヘッド９内の各部に出力する。また、通信モジュール９４は、カメラヘッド９の現
在の状態に関する情報などを予め決められた伝送方式に応じた信号形式に変換し、伝送ケ
ーブル８を介して当該変換した信号を制御装置５に出力する。つまり通信モジュール９４
は、制御装置５や伝送ケーブル８から入力される信号を、例えばシリアルパラレル変換等
により振り分けカメラヘッド９の各部に出力し、また制御装置５や伝送ケーブル８へ出力
するカメラヘッド９の各部からの信号を、例えばパラレルシリアル変換等によりまとめ出
力する、中継デバイスである。
【００５２】
　カメラヘッド制御部９５は、伝送ケーブル８を介して入力した駆動信号や、カメラヘッ
ド９の外面に露出して設けられたスイッチ等の操作部へのユーザ操作により操作部から出
力される指示信号等に応じて、カメラヘッド９全体の動作を制御する。また、カメラヘッ
ド制御部９５は、伝送ケーブル８を介して、カメラヘッド９の現在の状態に関する情報を
制御装置５に出力する。
【００５３】
　なお、上述した駆動部９３、通信モジュール９４及びカメラヘッド制御部９５は、プロ
グラムが記録された内部メモリ（図示略）を有するＣＰＵ（Central　Processing　Unit
）等の汎用プロセッサやＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）等の
特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて実現される。また、プロ
グラマブル集積回路の一種であるＦＰＧＡを用いて構成するようにしてもよい。なお、Ｆ
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ＰＧＡにより構成される場合は、コンフィグレーションデータを記憶するメモリを設け、
メモリから読み出したコンフィグレーションデータにより、プログラマブル集積回路であ
るＦＰＧＡをコンフィグレーションしてもよい。
【００５４】
　なお、カメラヘッド９や伝送ケーブル８に、通信モジュール９４や撮像部９２により生
成された撮像信号に対して信号処理を施す信号処理部を構成するようにしてもよい。また
、カメラヘッド９内部に設けられた発振器（図示略）で生成された基準クロックに基づい
て、撮像部９２を駆動するための撮像用クロック、及び駆動部９３を駆動するための駆動
用クロックを生成し、撮像部９２及び駆動部９３にそれぞれ出力するようにしてもよいし
、伝送ケーブル８を介して制御装置５から入力した同期信号に基づいて、撮像部９２、駆
動部９３、及びカメラヘッド制御部９５における各種処理のタイミング信号を生成し、撮
像部９２、駆動部９３、及びカメラヘッド制御部９５にそれぞれ出力するようにしてもよ
い。また、カメラヘッド制御部９５をカメラヘッド９ではなく伝送ケーブル８や制御装置
５に設けてもよい。
【００５５】
　以上説明した構成を有する内視鏡装置１では、イメージセンサ部１００（保持部１０２
ａ）と、基板１１０との間に中間ユニット１０３が設けられているため、オートクレーブ
などの減菌処理によって高温（例えば１２０℃）に曝された場合に、基板１１０の熱膨張
（熱ひずみ）による変形によって応力が基板１１０から保持部１０２ａに伝わることが抑
制される。具体的には、基板１１０が熱膨張に応じた応力は、中間ユニット１０３のアン
ダーフィル材１０３ｃに伝わるが、アンダーフィル材１０３ｃの変形により吸収され、さ
らに、中間部材１０３ａの熱膨張係数が保持部１０２ａと同じか近いため、保持部１０２
ａ側にはほとんど伝達されない。このため、保持部１０２ａが、基板１１０に起因する応
力によって中間部材１０３ａとの接続（ＬＧＡ部１０４による接合状態）が破壊されるこ
となく、基板１１０と撮像素子１０１とを電気的に安定して接続することができる。逆に
、イメージセンサ部１００（保持部１０２ａ）の熱膨張による変形も、同様にして基板１
１０に伝わることが抑制される。これに対し、特許文献１では、この熱膨張については考
慮されておらず、基板（駆動用回路基板）からの応力が、スペーサーや撮像素子との接合
界面に応力が加わることで撮像素子との間に電気的な接続不良が生じてしまう。
【００５６】
　上述した実施の形態１によれば、撮像素子１０１を保持する保持ユニット１０２と、基
板１１０との間に中間ユニット１０３を設け、中間ユニット１０３が有する中間部材１０
３ａの熱膨張係数を、保持ユニット１０２の保持部１０２ａとおおよそ同じ材料で形成す
るようにしたので、オートクレーブなどの減菌処理によって高温（例えば１２０℃）に曝
された場合に、基板１１０の熱膨張による変形によって応力が基板１１０から保持部１０
２ａに伝わることが抑制され、高温に曝された場合であっても撮像素子１０１と基板１１
０とを電気的に安定して接続することができる。
【００５７】
　また、上述した実施の形態１によれば、保持ユニット１０２と中間ユニット１０３との
接続構造をＬＧＡ構造としたので、保持ユニット１０２と中間ユニット１０３との間の隙
間を小さくして、撮像部９２の構成を薄型化することができる。
【００５８】
　また、上述した実施の形態１によれば、中間部材１０３ａと基板１１０との電気的な接
続をはんだボール１０３ｂを用いたＢＧＡ（Ball　Grid　Array）構造としたので、例え
ばＬＧＡ構造を用いる場合と比して、中間部材１０３ａと基板１１０との隙間を大きくで
き、アンダーフィル材１０３ｃを用いる体積を増大し、アンダーフィル材１０３ｃの充填
等に係る作業性を向上するとともに、アンダーフィル材１０３ｃによる応力吸収の効果を
一層確実に得ることが可能である。例えば、はんだボール１０３ｂを用いた場合、中間部
材１０３ａと基板１１０との間の距離が４００μｍであるのに対し、ＬＧＡ構造を用いた
場合、中間部材１０３ａと基板１１０との間の距離は４０μｍ程度である。
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【００５９】
　また、上述した実施の形態１によれば、イメージセンサ部１００と基板１１０との間に
中間部材１０３ａを設けたので、イメージセンサ部１００と基板１１０とを直接接合する
場合と比してイメージセンサ部１００と基板１１０との間の間隔が大きくなり、撮像部９
２の組み立てに係る作業性を向上することができる。イメージセンサ部１００には、該イ
メージセンサ部１００よりも大きなレンズアダプタ１２０が熱硬化性樹脂などにより固着
されることがあり、イメージセンサ部１００と基板１１０との間の視野が狭くなる場合が
あるが、中間部材１０３ａを設けてイメージセンサ部１００と基板１１０との間の間隔を
大きくすることによって視野を確保して作業性を向上させることができる。
【００６０】
（実施の形態１の変形例１）
　続いて、本発明の実施の形態１の変形例１について説明する。図４は、本発明の実施の
形態１の変形例１にかかる撮像部の要部の構成を説明する模式図である。上述した実施の
形態１では、ＬＧＡ部１０４により、保持部１０２ａと中間ユニット１０３とを電気的に
接続するものとして説明したが、本変形例では、はんだボールによって保持部１０２ａと
中間ユニット１０３とを電気的に接続する。
【００６１】
　本変形例では、上述した撮像部９２の構成において、ＬＧＡ部１０４に代えて、ＢＧＡ
（Ball　Grid　Array）部１０４Ａを備える。ＢＧＡ部１０４Ａは、保持部１０２と中間
ユニット１０３とを電気的に接続する複数の球状の電極（はんだボール）を用いて実現さ
れる。
【００６２】
　なお、ＢＧＡ部１０４Ａに用いるはんだボールや、前述のはんだボール１０３ｂは、は
んだのみで構成されていても、例えばコアに銅が設けられた所謂銅コアはんだボールやコ
アに樹脂が設けられた所謂樹脂コアはんだボール等の、異なる材料を含むはんだボールで
もよい。なお、イメージセンサ部１００（保持部１０２ａ）と基板１１０との熱膨張係数
の違いによる電気的接続不良の低減には、ＢＧＡ部１０４Ａまたは／およびはんだボール
１０３ｂに、所謂樹脂コアはんだボールを用いることが好ましい。
【００６３】
　また、ＢＧＡ部１０４Ａでありイメージセンサ部１００と中間ユニット１０３との間に
、中間ユニット１０３のアンダーフィル材１０３ｃと同様のアンダーフィル材を充填して
もよい。
【００６４】
　本変形例１によれば、上述した実施の形態１と同様、撮像素子１０１を保持する保持ユ
ニット１０２と、基板１１０との間に中間ユニット１０３を設け、中間ユニット１０３が
有する中間部材１０３ａの熱膨張係数を、保持ユニット１０２の保持部１０２ａとおおよ
そ同じ材料で形成するようにしたので、オートクレーブなどの減菌処理によって高温（例
えば１２０℃）に曝された場合に、基板１１０の熱膨張による変形によって応力が基板１
１０から保持部１０２ａに伝わることが抑制され、高温に曝された場合であっても撮像素
子１０１と基板１１０とを電気的に安定して接続することができる。
【００６５】
　また、本変形例１によれば、イメージセンサ部１００と基板１１０との間にＢＧＡ部１
０４Ａを設けるようにしたので、ＬＧＡ部１０４と比してイメージセンサ部１００と基板
１１０との間の隙間がさらに大きくなり、撮像部９２の組み立てに係る作業性を向上する
ことができる。
【００６６】
（実施の形態１の変形例２）
　続いて、本発明の実施の形態１の変形例２について説明する。図５は、本発明の実施の
形態１の変形例２にかかる撮像部の要部の構成を説明する模式図である。上述した実施の
形態１では、中間ユニット１０３として、中間部材１０３ａ、はんだボール１０３ｂ及び
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アンダーフィル材１０３ｃを有し、中間部材１０３ａ及びはんだボール１０３ｂによって
イメージセンサ部１００と基板１１０とを電気的に接続するとともに、アンダーフィル材
１０３ｃによって基板１１０からの応力がイメージセンサ部１００に伝達するのを抑制す
るものとして説明したが、本変形例２では、弾性部材１０３ｆによって、イメージセンサ
部１００と基板１１０とを電気的に接続するとともに、基板１１０からの応力がイメージ
センサ部１００に伝達するのを抑制する。
【００６７】
　本変形例２では、上述した撮像部９２の構成において、中間ユニット１０３及びＬＧＡ
部１０４に代えて、中間ユニット１０３Ａを備えるとともに、レンズユニット９１を保持
するとともに、レンズアダプタ１２０及び基板１１０を支持する支持ユニット１３０を備
える。レンズアダプタ１２０は、ネジＢ１，Ｂ２を介して支持ユニット１３０に取り付け
られている。
【００６８】
　中間ユニット１０３Ａは、イメージセンサ部１００、具体的には保持部１０２ａの回路
（電極）に電気的に接続する第１電極パッド１０３ｄと、基板１１０の回路（電極）に電
気的に接続する第２電極パッド１０３ｅと、第１電極パッド１０３ｄ及び第２電極パッド
１０３ｅを電気的に接続可能であるとともに、弾性変形可能な弾性部材１０３ｆとを有す
る。弾性部材１０３ｆは、導電性材料、例えば、導電性の金属、または合金を用いて形成
され、帯状の部材を屈曲してなる。なお、弾性部材１０３ｆは、導電性及び弾性を有する
ものであればこれに限らず、例えば、導電性のコイルばねであってもよい。
【００６９】
　支持ユニット１３０は、レンズユニット９１を保持するとともに、ネジＢ１，Ｂ２を介
してレンズアダプタ１２０を保持する保持部１３１と、保持部１３１及び基板１１０の間
に設けられて、支持ユニット１３０に対して基板１１０を支持する複数の支持部材１３２
とを有する。支持部材１３２は、ネジＢ３，Ｂ４を介して基板１１０に取り付けられてい
る。
【００７０】
　以上説明した構成を有する内視鏡装置では、撮像素子１０１を保持する保持ユニット１
０２と、基板１１０との間に、導電性の弾性部材１０３ｆを有する中間ユニット１０３Ａ
が設けられているため、オートクレーブなどの減菌処理によって高温（例えば１２０℃）
に曝された場合に、基板１１０の熱膨張による変形によって応力が基板１１０から保持部
１０２ａに伝わることが抑制される。具体的には、基板１１０が熱膨張することで生じた
応力は、中間ユニット１０３Ａの弾性部材１０３ｆが弾性変形することにより吸収され、
保持部１０２ａ側にはほとんど伝達されない。このため、保持部１０２ａが、基板１１０
からの応力によって中間ユニット１０３Ａとの接続が破壊されることなく、基板１１０と
撮像素子１０１とを電気的に安定して接続することができる。
【００７１】
　本変形例２によれば、撮像素子１０１を保持する保持ユニット１０２と、基板１１０と
の間に導電性及び弾性を有する弾性部材１０３ｆを設けるようにしたので、イメージセン
サ部１００と基板１１０とを電気的に接続するとともに、基板１１０からの応力がイメー
ジセンサ部１００に伝達するのを抑制し、高温に曝された場合であっても撮像素子１０１
と基板１１０とを電気的に安定して接続することができる。
【００７２】
（実施の形態１の変形例３）
　続いて、本発明の実施の形態１の変形例３について説明する。図６は、本発明の実施の
形態１の変形例３にかかる撮像部の要部の構成を説明する模式図である。上述した変形例
２では、中間ユニット１０３Ａとして、第１電極パッド１０３ｄ、第２電極パッド１０３
ｅ及び弾性部材１０３ｆを有するものとして説明したが、本変形例２では、中間ユニット
１０３Ａの構成に加え、中間部材１０３ｇをさらに備える。
【００７３】
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　本変形例３では、上述した撮像部９２の構成において、中間ユニット１０３Ａに代えて
、中間ユニット１０３Ｂを備える。中間ユニット１０３Ｂは、上述した第１電極パッド１
０３ｄ、第２電極パッド１０３ｅ及び弾性部材１０３ｆと、中間部材１０３ｇを有する。
【００７４】
　中間部材１０３ｇは、上述した中間部材１０３ａと同様、内部に電気配線が設けられ、
撮像素子１０１と基板１１０とを電気的に接続可能である。中間部材１０３ｇは、ガラス
転化温度が１２０℃以上の材料であって、イメージセンサ部１００の熱膨張率と同じか、
イメージセンサ部１００及び基板１１０のうちイメージセンサ部１００と近い熱膨張率を
有する材料を用いて形成される。具体的には、中間部材１０３ｇは、保持部１０２ａの熱
膨張係数の９５％以上であり、かつ保持部１０２ａの熱膨張係数と基板１１０の熱膨張係
数との中間値以下となる値の熱膨張係数を有する材料を用いて形成される。
【００７５】
　支持ユニット１３０は、レンズユニット９１を保持するとともに、ネジＢ１，Ｂ２を介
してレンズアダプタ１２０を保持する保持部１３１と、保持部１３１及び基板１１０の間
に設けられて、支持ユニット１３０に対して基板１１０を支持する複数の支持部材１３２
とを有する。支持部材１３２は、ネジＢ３，Ｂ４を介して基板１１０に取り付けられてい
る。
【００７６】
　以上説明した構成を有する内視鏡装置では、撮像素子１０１を保持する保持ユニット１
０２と、基板１１０との間に、導電性の弾性部材１０３ｆを有する中間ユニット１０３Ｂ
が設けられているため、オートクレーブなどの減菌処理によって高温（例えば１２０℃）
に曝された場合に、基板１１０の熱膨張による変形によって応力が基板１１０から保持部
１０２ａに伝わることが抑制される。具体的には、基板１１０が熱膨張することで生じた
応力は、中間ユニット１０３Ｂの弾性部材１０３ｆが弾性変形することにより吸収され、
保持部１０２ａ側にはほとんど伝達されない。このため、保持部１０２が、基板１１０か
らの応力によって中間ユニット１０３Ａとの接続（ＬＧＡ部１０４による接合状態）が破
壊されることなく、基板１１０と撮像素子１０１とを電気的に安定して接続することがで
きる。
【００７７】
　本変形例３によれば、撮像素子１０１を保持する保持ユニット１０２と、基板１１０と
の間に導電性及び弾性を有する弾性部材１０３ｆを設けるようにしたので、イメージセン
サ部１００と基板１１０とを電気的に接続するとともに、基板１１０からの応力がイメー
ジセンサ部１００に伝達するのを抑制し、高温に曝された場合であっても撮像素子１０１
と基板１１０とを電気的に安定して接続することができる。
【００７８】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。図７は、本発明の実施の形態２にかか
る内視鏡装置１ａの概略構成を示す図である。上述した実施の形態１では、内視鏡２とし
て、硬性鏡を用いた内視鏡装置１を説明したが、これに限られず、内視鏡２に軟性鏡を用
いた内視鏡装置としても構わない。本実施の形態２では、軟性の内視鏡の挿入部の先端に
撮像部を設ける場合の例を説明する。
【００７９】
　内視鏡装置１ａは、被検体内に挿入部２０１を挿入することによって観察部位の体内画
像を撮像して電気信号を生成する内視鏡２０と、内視鏡２０の先端から出射する照明光を
発生する光源装置２１と、内視鏡２０が取得した電気信号に所定の画像処理を施すととも
に、内視鏡装置１ａ全体の動作を統括的に制御する制御装置２２と、制御装置２２が画像
処理を施した体内画像を表示する表示装置２３と、を備える。内視鏡装置１ａは、患者等
の被検体内に、挿入部２０１を挿入して被検体内の体内画像を取得する。
【００８０】
　内視鏡２０は、可撓性を有する細長形状をなす挿入部２０１と、挿入部２０１の基端側
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に接続され、各種の操作信号の入力を受け付ける操作部２０２と、操作部２０２から挿入
部２０１が延びる方向と異なる方向に延び、光源装置２１及び制御装置２２に接続する各
種ケーブルを内蔵するユニバーサルコード２０３と、を備える。
【００８１】
　挿入部２０１は、上述した実施の形態１にかかる撮像部９２を内蔵した先端部２０４と
、複数の湾曲駒によって構成された湾曲自在な湾曲部２０５と、湾曲部２０５の基端側に
接続され、可撓性を有する長尺状の可撓管部２０６と、を有する。
【００８２】
　以上の構成を有する内視鏡装置１ａにおいても、上述した実施の形態１と同様に、先端
部２０４に撮像部９２を設ければ、オートクレーブなどの減菌処理によって高温（例えば
１２０℃）に曝された場合に、基板１１０の熱膨張による変形によって応力が基板１１０
から保持部１０２ａに伝わることが抑制され、高温に曝された場合であっても撮像素子１
０１と基板１１０とを電気的に安定して接続することができる。
【００８３】
（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。実施の形態１においては、カメラヘッ
ド９と制御装置５とは、電気信号の送受信や電力供給、グランドの接続等を伝送ケーブル
８に設けられた複数の電気配線により行っているが、本実施の形態３においては、例えば
カメラヘッド９から制御装置５へ送信される撮像信号等、カメラヘッド９と制御装置５と
の間で送受信される信号の少なくとも一部に光信号を用いている。
【００８４】
　図８は、本発明の実施の形態３にかかる内視鏡装置１Ａの概略構成を示す図である。図
９は、後述するプラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂを当該プラグ８Ｃの基端側（カメラヘッ
ド９側）から見た分解斜視図である。図１０は、プラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂが接続
する方向の中心軸ＡｘＡを通る平面で切断した断面図である。上述した構成要素と同じ構
成要素には、同一の符号が付してある。内視鏡装置１Ａは、内視鏡２と、撮像装置３と、
表示装置４と、制御装置５と、光源装置６とを備えている。撮像装置３は、伝送ケーブル
８と、カメラヘッド９とを備える。
【００８５】
　伝送ケーブル８は、ケーブル部８Ａと、コネクタ８Ｂと、プラグ８Ｃとを備える。ケー
ブル部８Ａは、最外層である外被（図示略）の内側に、カメラヘッド９から出力される、
例えば撮像信号等の光信号を伝送する光伝送線である光ファイバ８Ａ１と、その他の電気
信号の送受信や電力供給、グランドの接続等に用いる複数の電気ケーブル８Ａ２とを有す
る複合ケーブルである。そして、ケーブル部８Ａの一端は、コネクタ８Ｂを介してカメラ
ヘッド９に接続される。
【００８６】
　プラグ８Ｃは、雄型コネクタであり、本発明に係る光コネクタに相当する。そして、プ
ラグ８Ｃは、ケーブル部８Ａの他端に取り付けられる。
【００８７】
　レセプタクル５Ｂは、制御装置５の筐体５Ａに設けられた雌型コネクタであり、相手方
コネクタに相当する。
【００８８】
　以上のプラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂが互いに接続することで、撮像装置３と制御装
置５とが光学的及び電気的に接続し、光信号や電気信号の送受信、電力供給、グランドの
接続を可能とする。
【００８９】
　次に、プラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂの構成について説明する。プラグ８Ｃは、プラ
グ側第１外郭８１と、プラグ側カバー部材８２と、プラグ側コリメータ８３と、プラグ側
第２外郭８４と、コネクタ部８５と、プラグ側プリント基板８６と、弾性部材８７とを備
える。
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【００９０】
　プラグ側第１外郭８１は、図９，１０に示すように、略円筒形状を有する。なお、プラ
グ側第１外郭８１は、筒状であれば、円筒形状に限られず、楕円、四角、多角形等の断面
形状を有する筒体で構成しても構わない。そして、プラグ側第１外郭８１は、当該プラグ
側第１外郭８１の筒内に沿ってケーブル部８Ａを構成する光ファイバ８Ａ１が挿通され、
光ファイバ８Ａ１における光信号の出射端を覆う。
【００９１】
　プラグ側カバー部材８２は、プラグ側第１外郭８１の筒を塞ぐように設けられ、光を透
過可能な材料からなる板体で構成されている。プラグ側カバー部材８２は、半田、ロウ付
、接着、またはガラス封止により、プラグ側第１外郭８１に対して気密に接合されている
。プラグ側第１外郭８１の先端側をプラグ側カバー部材８２にて封止することで、プラグ
側第１外郭８１内への液体や異物の侵入を抑制し、光通信の信頼性を確保することができ
る。
【００９２】
　プラグ側カバー部材８２は、プラグ側第１外郭８１の先端から当該プラグ側第１外郭８
１の基端側へ退避した位置（当該先端から奥まった位置）に位置付けられる。このため、
プラグ側カバー部材８２を手で触れにくい構造となり、プラグ側カバー部材８２に異物が
付着することを抑制することができる。すなわち、当該異物により、光通信の信頼性が損
なわれることがない。
【００９３】
　プラグ側コリメータ８３は、図１０に示すように、プラグ側第１外郭８１内において、
光ファイバ８Ａ１の出射端に接合された状態で配設されている。すなわち、プラグ側コリ
メータ８３は、プラグ側カバー部材８２と光ファイバ８Ａ１の出射端との間に配設されて
いる。そして、プラグ側コリメータ８３は、光ファイバ８Ａ１の出射端から出射された光
（光信号）を平行光とする。
【００９４】
　プラグ側コリメータ８３を配設した場合、プラグ側コリメータ８３を省略した構成と比
較して、レセプタクル５Ｂとの機械的な接続にそれほど高い精度が要求されず、プラグ８
Ｃの製造を容易に行うことができる。
【００９５】
　プラグ側第２外郭８４は、図１０に示すように、先端側外郭８４１と、基端側外郭８４
２とを備え、全体略円筒形状を有する。なお、プラグ側第２外郭８４は、筒状であれば、
円筒形状に限られず、楕円、四角、多角形等の断面形状を有する筒体で構成しても構わな
い。
【００９６】
　先端側外郭８４１は、非導電性材料から構成された基部８４１Ａと、導電性材料から構
成された複数のプラグ側電気接点８４１Ｃが設けられている。プラグ側電気接点８４１Ｃ
は、図１０に示すように、一部が基部８４１Ａの外周面に露出するように設けられている
。複数のプラグ側電気接点８４１Ｃは、先端側外郭８４１における周方向に沿って所定の
間隔で配設されている。
【００９７】
　そして、プラグ側第１外郭８１は、先端部分が突出するように、基端部分が先端側外郭
８４１に嵌合する。ここで、先端側外郭８４１とプラグ側第１外郭８１との間は、Ｏリン
グや、シリコーン樹脂またはエポキシ樹脂等の粘着性の封止材により封止されている。
【００９８】
　基端側外郭８４２は、先端側外郭８４１に対して基端側に配設される。そして、基端側
外郭８４２は、内部にケーブル部８Ａが挿通された状態で、先端部分が先端側外郭８４１
の基端側に嵌合する。ここで、基端側外郭８４２と先端側外郭８４１との間は、Ｏリング
や、シリコーン樹脂またはエポキシ樹脂等の粘着性の封止材により封止されている。
【００９９】
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　コネクタ部８５は、図１０に示すように、基端側外郭８４２内に配設され、複数のプラ
グ側電気接点８４１Ｃとプラグ側プリント基板８６とを中継（電気的に接続）する。この
コネクタ部８５は、光ファイバ８Ａ１が挿入される孔８５１Ａを有する平板状のインシュ
レータ８５１と、導電性材料から構成され、当該インシュレータ８５１の表裏を貫通する
複数のコンタクト（図示略）とを備える。複数のコンタクトは、先端側外郭８４１の基端
側から突出した複数のプラグ側電気接点８４１Ｃとそれぞれ電気的に接続するとともに、
直接またはコネクタ（不図示）や電気配線８８を介してプラグ側プリント基板８６に電気
的に接続する。
【０１００】
　プラグ側プリント基板８６は、図１０に示すように、中心軸ＡｘＡを含む平面に沿って
配設され、コネクタ部８５を介して、複数のプラグ側電気接点８４１Ｃと、ケーブル部８
Ａを構成する複数の電気ケーブル８Ａ２とを中継する。
【０１０１】
　弾性部材８７は、ケーブル部８Ａが基端側外郭８４２における基端部分の内周縁を中心
として折れ曲がってしまうことを抑制する部材であり、シリコンゴム等の弾性材料から構
成された筒形状を有する。そして、弾性部材８７は、内部にケーブル部８Ａが挿通された
状態で、先端部分が基端側外郭８４２の基端部分に嵌合する。ここで、弾性部材８７と基
端側外郭８４２との間は、Ｏリングや、シリコーン樹脂またはエポキシ樹脂等の粘着性の
封止材により封止されている。
【０１０２】
　レセプタクル５Ｂは、図９または図１０に示すように、レセプタクル側第１外郭５１１
と、レセプタクル側カバー部材５１２（図１０）と、レセプタクル側コリメータ５１３と
、レセプタクル側第２外郭５１４と、レセプタクル側プリント基板５１５とを備える。
【０１０３】
　レセプタクル側第１外郭５１１は、先端側（プラグ８Ｃに接続する側）に位置する筒状
の大孔部５１１Ａと、基端側に位置するとともに、大孔部５１１Ａの内孔寸法よりも小さ
い内孔寸法を有する筒状の小孔部５１１Ｂとが一体形成された筒形状を有する。なお、レ
セプタクル側第１外郭５１１は、筒状であれば、円筒形状に限られず、楕円、四角、多角
形等の断面形状を有する筒体で構成しても構わない。
【０１０４】
　大孔部５１１Ａは、内孔寸法がプラグ側第１外郭８１の外周寸法よりも若干大きくなる
ように形成されている。また、大孔部５１１Ａは、長さ寸法（筒状の高さ方向の寸法）が
プラグ側第１外郭８１におけるプラグ側第２外郭８４（先端側外郭８４１）からの突出寸
法よりも若干大きくなるように形成されている。
【０１０５】
　レセプタクル側カバー部材５１２は、透光性を有する板体で構成され、大孔部５１１Ａ
及び小孔部５１１Ｂの段差部分にあてがわれ、レセプタクル側第１外郭５１１に対して接
合されている。なお、当該接合方法については、プラグ側第１外郭８１に対するプラグ側
カバー部材８２の接合方法と同一の接合方法を採用してもよく、あるいは、異なる接合方
法を採用しても構わない。また、レセプタクル側カバー部材５１２としては、プラグ側カ
バー部材８２と同一の材料で構成してもよく、光通信が成立する透過率を有していれば、
異なる材料で構成しても構わない。
【０１０６】
　レセプタクル側コリメータ５１３は、図１０に示すように、小孔部５１１Ｂに挿通され
る。そして、レセプタクル側コリメータ５１３は、プラグ側コリメータ８３から出射され
た光（光信号）を例えば光伝送線である光ファイバ５５（図１０）を介して制御装置５の
内部回路に導く。
【０１０７】
　レセプタクル側コリメータ５１３を配設した場合、レセプタクル側コリメータ５１３を
省略した構成と比較して、プラグ８Ｃとの機械的な接続にそれほど高い精度が要求されず
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、レセプタクル５Ｂの製造を容易に行うことができる。
【０１０８】
　レセプタクル側第２外郭５１４は、内周がプラグ側第２外郭８４を挿入可能な筒形状を
有する。そして、レセプタクル側第１外郭５１１は、基端部分が突出するように、先端部
分がレセプタクル側第２外郭５１４内に挿通される。
【０１０９】
　レセプタクル側プリント基板５１５は、基板本体５１５Ａと、複数のレセプタクル側電
気接点５１５Ｂとを備える。
【０１１０】
　基板本体５１５Ａは、図１０に示すように、略中心部分に、表裏を貫通する孔５１５Ｃ
を有する。そして、孔５１５Ｃには、レセプタクル側第１外郭５１１が嵌合する。
【０１１１】
　複数のレセプタクル側電気接点５１５Ｂは、導電性材料から構成されて基板本体５１５
Ａに電気的に接続するとともに、レセプタクル側第２外郭５１４の筒内に向けて突出する
。このレセプタクル側電気接点５１５Ｂは、レセプタクル側第１外郭５１１における周方
向に沿って所定の間隔で配設されている。
【０１１２】
　そして、基板本体５１５Ａは、複数のレセプタクル側電気接点５１５Ｂと、制御装置５
の内部回路とを、例えば複数の電気ケーブル５６（図１０）を介して中継する。
【０１１３】
　上述したプラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂ同士が機械的に接続した状態では、プラグ側
第１外郭８１がレセプタクル側第１外郭５１１（大孔部５１１Ａ）内に挿通される。そし
て、この状態では、プラグ側コリメータ８３（光ファイバ８Ａ１の出射端）及びレセプタ
クル側コリメータ５１３（光ファイバ５５の入射端）が互いに対向する。すなわち、カメ
ラヘッド９から出力されケーブル部８Ａ（光ファイバ８Ａ１）を介した光信号(撮像信号)
を、プラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂを介して、制御装置５の内部回路に伝送可能な状態
（光通信可能な状態）となる。
【０１１４】
　また、プラグ８Ｃ及びレセプタクル５Ｂ同士が機械的に接続した状態では、プラグ側第
２外郭８４がレセプタクル側第２外郭５１４内に挿通され、複数のプラグ側電気接点８４
１Ｃと複数のレセプタクル側電気接点５１５Ｂとがそれぞれ電気的に接続する。そして、
この状態では、制御装置５の内部回路から出力された制御信号や供給電力等を、レセプタ
クル５Ｂ及びプラグ８Ｃを介して、伝送ケーブル８（カメラヘッド９）に伝送可能な状態
となる。
【０１１５】
　図１１は、本発明の実施の形態３にかかる内視鏡装置の要部の構成を示す図であって、
図８に示す内視鏡装置１Ａのプラグ８Ｃの構成を示す斜視分解図である。図１２は、本発
明の実施の形態３にかかる内視鏡装置の要部の構成を示す図であって、図８に示す内視鏡
装置１Ａのプラグ８Ｃの構成を示す部分断面図である。図１２に示す断面図は、中心軸Ａ
ｘＡと略平行な平面を切断面とする部分断面図である。
【０１１６】
　プラグ８Ｃは、図１０～図１２に示すように、プラグ側プリント基板８６に支持され、
基板上を通過する光ファイバ８Ａ１を保護する保護ケース８９をさらに備える。光ファイ
バ８Ａ１は、保護ケース８９とプラグ側プリント基板８６との対向する面同士により形成
される中空空間内を挿通している。
【０１１７】
　保護ケース８９は、例えば、ＳＵＳをプレス加工することによって成形される。保護ケ
ース８９は、例えばネジ止めによってプラグ側プリント基板８６に取り付けられている。
保護ケース８９をプラグ側プリント基板８６に対して圧接して固定することにより、保護
ケース８９とプラグ側プリント基板８６との間における隙間の形成を抑制することで、光
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ファイバ８Ａ１が、保護ケース８９とプラグ側プリント基板８６との間に形成される隙間
に挟まることなく配設することができる。なお、保護ケース８９が、樹脂、例えばポリフ
ェニレンサルファイド（Poly　Phenylene　Sulfide：ＰＰＳ）樹脂を用いて形成されるも
のであってもよいし、金属を切削加工し形成されるものであってもよいし、樹脂と金属の
複合材料で形成されるものであってもよい。
【０１１８】
　また、光ファイバ８Ａ１は、図１２に示すように、保護ケース８９の内壁に案内されな
がら円を描くように屈曲して、光ファイバ８Ａ１の余長分が周回する。この周回部分は、
伝送ケーブル８が屈曲や捻転した際に、光ファイバ８Ａ１の伸長方向に係る力を吸収する
。ここで、本実施の形態３に係る保護ケース８９の内壁には、光ファイバ８Ａ１を周回さ
せる方向に対して接線方向に延びる平面部８９１～８９４を有する。これにより、一層安
定して光ファイバ８Ａ１を周回させることができる。
【０１１９】
　上述した実施の形態３によれば、プラグ側プリント基板８６上を通過する光ファイバ８
Ａ１を保護する保護ケース８９を備えるようにしたので、光ファイバ８Ａ１の保護に係る
構成を設けるとともに、保護ケース８９とプラグ側プリント基板８６との間の隙間の形成
を抑制し、簡易に製造し、保護ケース８９を簡易かつ確実に取り付けることが可能である
。
【０１２０】
　また、本実施の形態３によれば、保護ケース８９の内壁の一部を光ファイバ８Ａ１の周
回方向に対して接線方向に延びる平面部８９１～８９４を形成するようにしたので、保護
ケース８９上において余長分の光ファイバ８Ａ１を周回させる際に、壁面が角部であるよ
うな構成と比して、一層円滑に周回させ、周回の形状を維持させることができる。
【０１２１】
　ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形
態によってのみ限定されるべきものではない。上述した実施の形態では、制御装置５が信
号処理などを行うものとして説明したが、カメラヘッド９側で行うものであってもよい。
【０１２２】
　ここで、上述した実施の形態１，２及び変形例１～３において、カメラヘッド９に用い
られるイメージセンサ部１００の大きさは、例えば８×６（ｍｍ）～５０×４０（ｍｍ）
であり、内視鏡装置１ａの先端部２０４に設けられるイメージセンサ部１００の大きさは
、例えば２×２（ｍｍ）～６×６（ｍｍ）である。カメラヘッド９に用いられるイメージ
センサ部１００は、軟性鏡である内視鏡装置１ａのイメージセンサ部の大きさと比して大
きく、熱膨張による変形が大きい。このため、上述した実施の形態１にかかる撮像部９２
の構成は、特に、カメラヘッド９に用いられるイメージセンサ部１００に対して有効であ
るといえる。
【０１２３】
　以上のように、本発明にかかる医療用撮像装置及び内視鏡装置は、高温に曝された場合
であっても撮像素子と基板とを電気的に安定して接続するのに有用である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１，１ａ　内視鏡装置
　２，２０　内視鏡
　３　撮像装置
　４，２３　表示装置
　５，２２　制御装置
　６，２１　光源装置
　７　ライトガイド
　８　伝送ケーブル
　９　カメラヘッド
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　５１　信号処理部
　５２　画像生成部
　５３　通信モジュール
　５４　入力部
　５５　制御部
　５６　メモリ
　９１　レンズユニット
　９２　撮像部
　９３　駆動部
　９４　通信モジュール
　９５　カメラヘッド制御部
　１００　イメージセンサ部
　２０１　挿入部
　２０２　操作部
　２０３　ユニバーサルコード
　２０４　先端部
　２０５　湾曲部
　２０６　可撓管部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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